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(57)摘要

本发明公开一种基于有限元仿真优化的结

果提取与可视化修改方法，属于有限元仿真优化

技术领域。它包括以下步骤：步骤一，根据初值优

化求解得到最优解后，返回手动设计器提取优化

结果；步骤二，提取完后，以可编辑的平面布局图

显示出优化结果；步骤三，与优化结果热分布云

图对比，确认提取结果是否准确；步骤四，对优化

结果进行人工手动修改后，再进行单步仿真观察

计算结果。本发明可自动将优化结果中的规律化

参数转为每颗芯片的坐标与角度参数进行修改；

可直接配合其它工具仿真计算修改后的布局；可

将计算机优化与人工手动调整以循环方式结合

起来。
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1.一种基于有限元仿真优化的结果提取与可视化修改方法，其特征在于，它包括以下

步骤：

步骤一，根据初值优化求解得到最优解后，返回手动设计器提取优化结果；

步骤二，提取完后，将优化后的芯片排列和尺寸转成可视化的可编辑二维图形，以显示

出优化结果；

步骤三，将所述可编辑二维图形与优化结果热分布云图对比，确认提取的优化结果是

否准确；

步骤四，在提取的优化结果准确且需要对优化结果进行修改时，对优化结果进行人工

手动修改后，再进行单步仿真观察计算结果，

其中，所述步骤一中通过读取所述优化结果中优化后的信息，再通过设定数目和排列

方式完成优化结果的提取，其中，所述优化后的信息包括起角、间角和半径。
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一种基于有限元仿真优化的结果提取与可视化修改方法

技术领域

[0001] 本发明属于有限元仿真优化技术领域，尤其是一种基于有限元仿真优化的结果提

取与可视化修改方法。

背景技术

[0002] 为了提高优化效率，节约计算资源，大量芯片优化时通常采用规律性参数来控制，

因此对于有些特殊位置需要空置出来，或者部分芯片排列方式要调整时，自动优化的结果

很难满足要求，只能修改优化结果文件，但是效率不高，而且无法直观看到修改后的结果是

否满足要求。

发明内容

[0003] 为解决现有技术存在自动优化结果无法修改，且无法直观看到修改后结果的缺

陷，本发明提供一种基于有限元仿真优化的结果提取与可视化修改方法。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用下述技术方案：

[0005] 一种基于有限元仿真优化的结果提取与可视化修改方法，包括以下步骤：

[0006] 步骤一，根据初值优化求解得到最优解后，返回手动设计器提取优化结果；

[0007] 步骤二，提取完后，以可编辑的平面布局图显示出优化结果；

[0008] 步骤三，与优化结果热分布云图对比，确认提取结果是否准确；

[0009] 步骤四，对优化结果进行人工手动修改后，再进行单步仿真观察计算结果。

[0010] 进一步地，步骤一中通过读取结果中优化后的信息包括起角，间角和半径，再通过

设定数目和排列方式完成提取。

[0011] 进一步地，步骤二中将优化后的芯片排列和尺寸转成可视化的可编辑二维图形。

[0012] 有益效果：

[0013] 1.可自动将优化结果中的规律化参数转为每颗芯片的坐标与角度参数进行修改。

[0014] 2.可直接配合其它工具仿真计算修改后的布局。

[0015] 3.可将计算机优化与人工手动调整以循环方式结合起来。

附图说明

[0016] 图1为本发明的功能流程示意图；

[0017] 图2为本发明实施例1的可视化芯片排布示意图；

[0018] 图3为本发明实施例1的优化仿真结果热分布云图；

[0019] 图4为本发明实施例1修改后的芯片排布示意图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0021] 本发明一种基于有限元仿真优化的结果提取与可视化修改方法，如图1所示，根据
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初值优化求解得到最优解后，可以返回手动设计器提取结果，并以平面布局图显示出结果，

然后对结果的排列人为增减旋转等修改，然后再进行单步仿真观察计算结果。

[0022] 实施例1

[0023] 步骤一，自动优化计算结束后，打开芯片布局器(手动)，并点开结果面板；选择优

化结果文件，后缀名为OPT；读取成功后，提示窗会提醒读取成功，在右下角窗体中会显示优

化结果具体内容；通过点击“上一圈”、“下一圈”来读取结果中优化后的起角，间角，半径等

信息，再通过设定数目和排列方式即可完成提取工作，比如圈号：2，数目：18，起角：

1.16788952，间角：0.34701958，半径：10.9144657。

[0024] 步骤二，提取完后，切到布局界面，导入结果，可以看到优化后芯片排列和尺寸转

成了可视化的可编辑二维图形，比如芯片宽度：1，芯片长度：1.5，芯片高度：1，角度：0，倍

率：10，x‑坐标：0，y‑坐标：0，内径：2.5，外径：19，转成了如图2所示。

[0025] 步骤三，与如图3所示的优化结果热分布云图对比，可以发现芯片排列位置与尺寸

是一一对应的，也就是说提取结果是准确的。

[0026] 步骤四，此时，如果某些芯片位置有其他零件如螺钉需要拆除，就可以对结果进行

删除，添加，旋转等操作满足实际情况，生成如图4所示，然后还可以仿真计算观察修改后的

布局对温度分布的变化的影响。

[0027] 对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的

基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的

保护范围以内。
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图1

图2
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图3

图4
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